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(54) Ecran de blindage 6lectromagn6tique et substrat support de circuit 6qulp6 d'un tel teran 



(57) L'^cran de blindage ^lectromagn^tique est 
destine k au moins un circuit 6lectronique (12) mont6 
sur un substrat (11), comprenant des faces lat^rales 
dite verticales fbrmant une ceinture (2) et une lace 
sup6rieure (3) dont les bords coTncident avec les bonds 
sup^rieurs desdites faces lat^rales verticales, la cein- 
ture et la face sup^rieure 6tant r^alis^es au moins en 
partie en un mat6riau 6lectriquement conducteur et for- 
mant un sous-ensemble pr^vu pour §tre applique cen- 
tre le substrat support (11) du circuit (13) k blinder. 



Seton invention, la ceinture (2) est de forme l^g^re- 
ment pyramidale. les faces Iat6rales faisant un angle 
compris entre 92 degr^ et 94 degr^s par rapport k la 
face sup^rieure et la face sup^rieure comporte une pr6- 
d^oupe (6) parall^lement et k proximity immediate de 
ses bords. 

Application aux t^l^phones sans f il et aux t^l^ho- 
nes mobiles. 
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Description 

[0001 ] La pr^sente invention ooncerne un 6cran de 
blindage 6iectromagn6tique pour au moins un circuit 
6lectronique mont^ sur un substrat. comprenant des 
faces lat^rales dites verticales formant une ceinture et 
une face dite sup^rieure dent les bords coincident avec 
les bords sup^rieurs desdites faces lat^rales verticales. 
la ceinture et la face sup^rieure 6tant r^alis^es au 
moins en partie en un mat^riau ^lectriquement conduc- 
teur et formant un sous-ensemble pr^vu pour 6tre appli* 
qu§ contre le substrat support du circuit d blinder. 
[0002] Des appareils fonctionnant k haute fr6* 
quence tels que des t^l^phones sans fil (dits r^siden- 
tiels) ou des t^^hones mobiles (dits cellutaires) 
doivent comporter des to'ans de blindage pour les 
composants (circuits ^lectroniques) rayonnant en haute 
fr^uence. de fagon k dviter, pour ces derniers. des 
influences ^lectromagn^tiques perturbatrices. Une 
structure connue d'un tel 6cran de blindage consiste 
souvent en une ceinture et un couvercle coiffant celle-ci, 
qui torment Tun avec I'autre un sous-ensemble pr^vu 
pour Stre app!iqu6 contre la carte de circuit innprim§ (ou 
autre support du circuit k blinder tel qu*un substrat en 
c6ramique pour circuit hybride par exemple). Ce sous- 
ensemble est r^aiis^ au moins en partie en un mat^riau 
6lectriquement conducteur afin de r^aliser. pour la pro- 
tection du circuit, une sorte de Cage de Faraday. La rea- 
lisation du blindage en deux pieces distinctes permet 
6ventuellement d'avoir acc^s aux circuits prot6g6s, 
pour r^ration notamment, par ouverture du couver- 
cle. 

[0003] Les modes de liaison habitueliement ren- 
contre pour la fixation du couvercle sur la ceinture sont 
la soudure, auquel cas la liaison est irreversible (ou. du 
moins, implique des manipulations mat6rielles assez 
lourdes), ou bien it est utilise des solutions du genre 
lames ou rebords formant ressort et venant s'accrocher 
sur la ceinture. Ce genre de liaison est cette fois facile- 
ment demontable. mais les essais effectu^s montrent 
que des secousses ou des chocs exerces sur des struc* 
tures ainsi realis^es conduisent souvent k Touverture 
intempestive du couvercle. De plus, ie fait d'avoir deux 
pieces k fabriquer et k gerer ensuite, au niveau du stoc- 
kage et de la mise en place sur le substrat support, 
entratne un surcoQt par rapport k un ecran de blindage 
qui serait constitue d'une seule piece, cet aspect de la 
chose prenant toute se valeur pour du materiel grand 
public -comma c'est essentiellement le cas vise ici- dont 
le prix doit §tre le plus bas possible. 
[0004] De la demande de brevet Japonais JP-A-06 
338695 il est connu un ecran de blindage eiectroma- 
gnetique dont la face superieure est predecoupee selon 
une ligne fermee de trous formant pointilies. afin de 
pouvdr arracher cette face superieure lorsqu'un com- 
posant sous-jacent doit etre remplace. Cependant une 
piece specifique doit §tre prevue pour refermer recran 
apres reparation, cette piece nouvelle pouvant etre clip- 



see ou soudee k la ceinture restante. avec les inconve- 
nients precites deaits d-dessus lorsque recran de 
blindage se compose d'une ceinture et d'un couvercle. 
[0005] Un but de invention est de reatiser un ecran 

5 de blindage eiectromagnetique qui soit fait d'une seule 
piece tout en permettant une reparation facile des com- 
posants eiectroniques qu'il protege. 
[0006] Un autre but de I'invention est de realiser un 
ecran de blindage eiectromagnetique resistant aux 

10 chocs et de faible cout. 

[0007] Ces buts sont attaints et les inconvenients 
de I'art anterieur sont attenues grdce au fait que recran 
de blindage eiectromagnetique indique au premier 
paragraphe est remarquable en ce que ladite ceinture 

IS est de forme legerement pyramidale, lesdites faces late- 
rales faisant un angle compris entre 92 degres et 94 
degres par rapport k ladite face superieure et que ladite 
face superieure conporte une predecoupe paralieie- 
ment et k proximite immediate de ses bords. 

20 [0008] L'ecran de blindage est realise de prefe- 
rence en t6le d'acier emboutie et la predecoupe de la 
face superieure peut etre realisee soit par une succes- 
sion de trous rapproches soit, de preference, par 
cisaillement partial de la partie centrale de la face supe- 
rs rieure. Tune ou Tautre operation etant realisee lors de 
Temboutissage de la tdle qui donne sa forme k recran. 
Pour la reparation d*un circuit enferme par recran, il suf- 
fit d'arracher, par tout moyen connu la partie centrale 
predecoupee, d'effectuer la reparation puis de repren- 

30 dre un nouvel ecran Identique k celui d*orlgine et de 
I'emboutir k force sur ce qu'il reste de recran d'origine. 
c'est-e-dire la ceinture iaterale. la mise en place par 
coincement etant assuree par les fortes pentes des 
faces qui constituent la ceinture. 

35 [0009] La description qui suit en regard des dessins 
annexes, le tout donne k ttre d'exempie non llmltatlf. 
fera bien comprendre comment I'invention peut etre rea- 
lisee et mise en oeuvre. 

40 La figure 1 est une vue Iaterale de recran de blin- 
dage selon I'invention. 

La figure 2 est une vue de dessus de recran de blin- 
dage de la figure 1 . 

La figure 3 represente en coupe Iaterale un premier 
45 ecran de blindage selon i'invention, monte sur une 
carte de circuit inprime ou un support ceramique. 
La figure 4 represente en coupe Iaterale un 
deuxieme ecran de blindage combine selon Tinven- 
tion. monte sur une carte de circuit imprime ou un 
50 support ceramique. 

[0010] Les structures d'ecrans de blindage repre- 
sentees sur les figures 1^4 sont volontairement agran- 
dies, afin de mieux montrer les details, par rapport k ce 
55 qu'elles sont pour leur application typique qui est celle 
des telephones mobiles et des telephones sans fil etant 
entendu que, pour cette derniere application, de tels 
ecrans sont presents aussi bien dans tes combines que 
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dans la base. 

[0011] La structure d'^ran des figures 1 et 2 con- 
siste en 4 faces lat^rales telles que 1 constituant une 
ceinture 2 ayant une section horizontale de forme rec- 
tangulaire k coins an'ondis. et une face sup^rieure 3 s 
dent les bords 4 coincident avec les bonds sup^rieurs 
des faces lat^rales. L'teran est r^alis^ en un mat^riau 
6lectriquement conducteur de pr6f6rence en ader. 
Comme acler, on peut utiliser par exemple du 011-50 
E4/E4 6tam6, d'6paisseur 0,2 ±0,05 mm. Selon Tinven- 
tion, ta ceinture 2 est de forme l^g^rement pyramidale. 
les 4 faces lat^rales telles que 1 faisant un angle com- 
pris entre 92 et 94 degr^s par rapport k la face sup6- 
rieure 3. et la face sup^rieure 3 comporte une 
prMteoupe 6 parall^iement et k proximity ImmMiate 
de ses bords 4. De pr^f^rence les faces lat^rales 1 for- 
ment un angle compris entre 92 degr^s 50 minutes 
d'arc et 93 degr^ 20 minutes d'arc par rapport k la face 
sup6rieure 3. La pr^teoupe 6 peut htre obtenue par 
cisaillement partiel de la partie centrale de la face sup^- 
rieure 3. par emboutissage. comme il est visible sur la 
figure 3; de fagon non representee, elle poun'aTt aussi 
consister en des trous rapproch6s le long de la ligne fer- 
m6e 6, aussi obtenus par emboutissage de la tdle. De 
preference, au moins un trou (oblong) 7. d'un diametre 
de 1 ^ quelques millimetres, est pratique, par emboutis- 
sage. sur la predecoupe 6 k travers la face superieure. 
Ceci permet. avec un outil adequat ou avec Tongle, 
d'arracher Tessentiel de la face superieure, si neces- 
saire. De preference, la face superieure 3 comporte plu- 
sieurs trous tels que 8. Ceci facilite I'operation de 
refusion dans la technique CMS (Composants pour 
Montage en Surface). Cette technique connue consiste 
precisement k deposer par serigraphie une pdte k sou- 
der sur des plages de contact d'un circuit innprime ou 
ceramique en vue de la soudure ulterieure de compo- 
sants selon un precede de refusion, la pkXe k souder qui 
constltue le produit de serigraphie etant constituee par 
exemple de petltes billes en un alliage de Pb-Sn de 
quelques microns de diametre. agglomerees au moyen 
d'un liant qui confere k cette p&te des qualites thixotro- 
piques. En I'occun'ence. recran de blindage est fixe k 
son support au m§me titre et de la mSme fagon que les 
autres composants. Cependant, lors de I'operation de 
refusion, il constltue, de fagon parasite, un ecran thermi- 
que vis-d-vis des composants qu'il recouvre; les trous 8 
permettent d'attenuer la difference de temperature (de 
Tordre de 10 degres aux environs de 240 degres) qui 
existe entre I'interieur et I'exterieur de recran de blin- 
dage, lors de Toperation de refusion ; ces trous ne sont 
cependant pas indispensabies, moyennant que la tdle 
qui constltue recran sort assez mince, ce qui est gen6- 
ralement le cas (0.15 ou 0.2 mm d'epaisseur). Lorsque 
recran comporte des trous tels que 7 et 8, le diametre 
de ces trous doit etre assez faible pour ne pas nuire k 
I'effet de "Cage de Faraday" que vise k constituer 
recran. De fagon plus ou moins empirique. le diametre 
des trous est choisi interieur k un vingtieme de la lon- 



gueur d'onde du rayonnement eiectromagnet'ique des 
composants k proteger. Pour un combine de telephone 
sans fil ou sa base, ceci resulte en des trous ayant un 
diametre de I'ordre de un k quelques mm (frequences 
de I'ordre de 2 GHz). De preference, recran de blindage 
represente sur les figures 1 et 2 est fabrique en une 
seule operation d'emboutissage qui lui donne sa forme, 
et realise la predecoupe 6 et les trous eventuels 7 et 8. 
L'eaan de blindage est generalement monte sur une 
carte de drcuit imprime par exemple en verre epoxy ou 
un support ceramique (en 1 1 , figures 3 et 4). De prefe- 
rence, pour eviter des contraintes mecaniques indesira- 
bles entre recran et son support apres I'operation de 
refusion, on choisit les materiaux qui constituent recran 
et son support tels qu'ils aient sensiblement le meme 
ooeff ident de dilatation. 

[0012] Les figures 3 et 4 montrent comment peut 
s'effectuer une reparation, c'est-e-dire le remplacement 
d'un composant defectueux 12 (figure 3) par un nou- 
veau conrposant 13 (figure 4). Pour ce faire, recran de 
blindage etant soude par ses bords inferieurs 14 k une 
piste metallique du substrat support 11 . on arrache et 
on jette la partie centrale de sa face superieure comme 
represente en trait interrompu 15 e la figure 3, 1'arrache- 
ment s'effectuant au niveau de la predecoupe 6. 
Ensuite. le circuit eiectronique est dessoude, retire et 
remplace par le circuit neuf 13; puis, un nouvel ecran 16 
sembiable ou identique k celui (d'origine) represente 
sur la figure 1 est emboTte k force sur ce qu'il reste de 
recran d'origine, c'est-d-dire la ceinture iaterale 2. la 
mise en place par coincement etant assuree par les for- 
tes pentes des faces qui constituent la ceinture 2. II en 
resulte un nouvel ecran de blindage combine 17, cons- 
tltue par I'assemblage des elements 2 et 1 6. et sureieve 
de 1 e 2 mm par rapport k recran d'origine. pour un 
ecran dont la hauteur est egale k 4 mm environ, lequel 
eaan combine satisfait bien aux tests habituels en la 
matiere pour des combines de telephone mobile ou 
sans fil, les tests de vibrations notamment et les tests 
de chocs consecutifs k des chutes. Le coincement de 
recran 16 sur la ceinture 2 peut se faire manuellement, 
en appuyant aux 4 coins simultanement de preference 
ou au moyen d'un outil plus ou moins spedf ique qu1l est 
facile k I'homme du metier de concevoir (un outil com- 
portant un meplat par exenfiple k presser centre la face 
superieure de recran 1 6). S'il devait s'averer necessaire 
de remplacer k son tour le circuit 13 par un nouveau, il 
est possible de recommencer les operations permettant 
de passer de recran de la figure 3 k celui. combine, de 
la figure 4; cependant il est preferable de desolidariser 
les parties 2 et 16 avec Tongle ou un tournevis et de 
jeter le blindage 1 6 qui risque d'etre gauchi. ce qui nous 
ramene k retape de la separation anterieure ou I'on 
venait d'arracher et de jeter la partie centrale de la face 
superieure 3 du premier ecran de blindage solidaire du 
support 11. 

[0013] L'invention permet ainsi de realiser un ecran 
de blindage, en une seule operation d'emboutissage 
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d'une seule pi^ce. d posage automatique. et qui permet 
de fegon simple la reparation de confposarTt(s) sous- 
jacent(s). moyennant un cout environ moiti^ par rapport 
aux 6crans de Tart connu. 

[0014] Outre la t^l^phonie mobile et r^sidentielle. 
rinvention peut s'appliquer k des ^metteurs et/ou r^cep- 
teurs radio k haute fr^uence. au DAB (Digital Audio 
Broadcasting en anglais) notamment. 

Revendlcatlons 

1. Ecran de blindage ^lectromagn^tique pour au 
moins un circuit ^lectronique mont^ sur un substrat. 
comprenant des faces lat^raies dites verticales for- 
mant une ceinture et une face dite sup^rieure dont 
les bords coTncident avec les bords sup^rieurs des- 
dites faces iat^rales verticales. la ceinture et la face 
sup^rieure 6tant r^atis^es au moins en partie en un 
mat^riau ^lectriquement conducteur et fbrmant un 
sous-ensemble pr^vu pour §tre appliqu^ contre le 
substrat support du circuit k blinder, caract^ris^ en 
ce que ladite ceinture est de forme I§g6rement 
pyramidale, lesdites faces lat^ales faisant un angle 
compris entre 92 degr^s et 94 degr^s par rapport k 
ladite face sup^rieure et que ladite face sup^rieure 
comporte une pr^^coupe parall^lement et k proxi- 
mity immolate de ses bords. 

2. Ecran de blindage 6iectromagn§tique selon la 
revendication 1. caract6ris6 en ce que lesdites 
faces lat^rales font un angle compris entre 92 
degr^s 50 minutes d'arc et 93 degr6s 20 minutes 
d*arc par rapport a ladite face sup6rieure. 



dont le coefficient de dilatation est sensiblement 
^al k cetui dudit sut>strat. 

8. Proc&J6 de remplacement d'un circuit ^lectronique 
5 ddfectueux prot§g6 par un toan de blindage d'ori- 
gine selon Tune des revendications 1 k 7, caract^- 
ris^ en ce qu'il comporte les ^apes suivantes: 

- Tarrachement de ladite face sup^rieure de 
10 r^cran d'origine au niveau de ladite pr^§- 

coupe; 

- le remplacement dudit circuit ^lectronique 
dSfectueux par un autre circuit ^lectronique en 
6tat de fonctionner; 

15 - le recouvrement avec effet de coincement par 
pression de ladite ceinture de I'^ran de blin- 
dage d'origine par un autre ^ran de blindage 
selon Tune des revendications 1^7. 

20 9. Ecran de blindage ^lectromagn^tique obtenu par le 
proc^e selon la revendication 8. 

10. Carte de circuit imprim^ ou autre support similaire 
constituant un substrat pour au moins un circuit 
25 eiectronlque. caract6ris6(e) en ce qull(elle) est 
^uipe(e). pour la protection dudit circuit, d'au 
moins un teran de blindage 6lectronnagn6tique 
selon Tune des revendications 1 ^ 7 ou 9. 

30 



3. Ecran de blindage ^lectromagn^tique selon la 35 
revendication 1 ou 2. caract6ris6 en ce qu'il com- 
porte au moins un trou d'un diam^tre de I'ordre de 

un k quelques millimetres, disposd le long de ladite 
pr^d^coupe k travers ladite face sup^rieure. 

40 

4. Ecran de blindage selon la revendication 3, carac- 
t^is^ en ce qu'il comporte plusieurs trous de dia- 
mdtre de I'ordre de un k quelques millimMres. 
disposes k travers ladite face sup^rieure. 

45 

5. Ecran de blindage selon Tune des revendications 1 
k 4. caract6ris6 en ce qu'il est realise en acier 
embouti, en une seule operation d'emboutissage. 

6. Ecran de blindage selon Tune des revendications 1 so 
k 5, caract4ris6 en ce qu'il a 6t6 mont6 sur ledit 
substrat autour et au-dessus dudit circuit ^lectroni- 
que et en m§me temps que ce dernier par refusion 
d'une p&tede soudure selon la technique dite CMS 

- Composants pour Montage en Surface. ss 

7. Ecran de blindage selon Tune des revendications 1 
k 6. caract^ris^ en ce qu'il est r^lis^ en un acier 
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